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1.Operacje zaktadania maski z otworami,
2.Usuwania nadmiaru kulek,
3. Zamykania piecyka

Jak zregenerowa¢ wyprowadzenia
w ukladach BGA/CSP wykorzystujac urz. MARTIN

Wylutuj uktad scalony
(US)

v

Usun resztki kulek z
uktadu scalonego

Nat6z mazakiem na
pola lutownicze topnik

Wi6z US do piecyka i
nakryj dobrang maska

Wysyp na maske kulki
a ich nadmiar zdejm

Nakryj piecyk i
uruchom program lut.

Po schtodzeniu
oddziel maske od US

v

Usun resztki starego
lutowia z pdl

Zadozuj na pola nowa
paste lub topnik

Obsadz pakiet
zregenerowanym
uktadem

Zalutuj uktad
korzystajac z
programu

Piecyk do ,,reballing’'u”



	Usuwanie resztek spoiwa z US.
	Nanoszenie topnika

